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文 　摘 　对微胶囊自修复聚合物材料的修复机理、修复剂、催化剂及聚合物基体的选择等进行了阐述 ,并

指出最新发展动态及未来发展趋势。
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Abstract　 The mechanism of m icroencap sulated self2healing polymeric materials is discussed. Recent develop2
ments of self2heal system swith increased healing efficiency are introduced aswell. The research trends in this area are

also p roposed.
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1　引言

聚合物材料在航空、航天等领域中有着广泛的应

用 ,在使用过程中这些材料经常会产生微裂纹 ,裂纹的

扩展会导致材料的力学性能下降 ,因此影响使用寿命。

受人体损伤自愈合机理的引发 , S. R. W hite等研究学
者首次提出微胶囊自修复聚合物材料的概念 [ 1 ]

,在材
料中引入内含修复剂的微胶囊 ,当材料产生裂纹时 ,裂

纹的扩展导致微胶囊破裂 ,释放出的修复剂与事先埋

入基体中的催化剂发生聚合反应 ,键合裂纹面 ,自此自

修复聚合物材料的研究受到了人们越来越多的关注 ,

从微胶囊型自修复体系到具有循环自修复功能的微脉

管网络结构的自修复体系 [ 2～3 ]
,国内外研究学者开始

更多的关注最佳的修复体系的研究 ,然而微胶囊型自

修复体系仍然是该领域研究的重点。

美国 Illinois大学研究学者以环氧树脂为基体材

料、被胶囊化的双环戊二烯单体 (DCPD )为修复剂 ,金

属钌基 Grubbs卡宾为催化剂成功的制备出了微胶囊

自修复聚合物材料 ,并对微胶囊及催化剂的含量、微胶

囊尺寸对基体材料性能和修复效率的影响等进行了大
量的研究 [ 4～15 ]。随着研究的深入 ,发现虽然 DCPD是
一种良好的修复剂 ,具有价格低廉 ,易于胶囊化 ,从单

体到聚合物体积收缩小 ,流动性能好 ,与 Grubbs催化

剂作用反应速度快 ,自修复效率高等优点。但是 ,

DCPD刺激性气味大、有毒 , Grubbs催化剂价格昂贵、

在基体中分散易团聚 ,另外 Grubbs催化剂容易受环氧

树脂中胺类固化剂的影响而失去部分催化功能 [ 16 ]。
随着自修复研究的发展 ,寻找理想的修复剂及催化剂 ,

从而提高材料的自修复功能成为目前研究的重点。

2　自修复体系的研究

2. 1　修复剂的选择

为寻找最佳的修复剂 ,国内外研究学者进行了大
量的研究。L i Yuan[ 17 ] , Tao Yin[ 18 ] , B. J. B laiszik等
人 [ 19 ]研究了以环氧树脂取代 DCPD作为芯材 (修复
剂 ) ,并将其微胶囊化 ,由于环氧树脂的黏度较大 ,在其

胶囊化过程中需加入稀释剂 ,如 1 - 丁基缩水甘油醚
(BGE)、氯苯 (ClB )、乙酸苯脂 ( PA )、乙基乙酸苯脂
( EPA)等。Tao Yin还研究了以 CuB r2 (2 - Me Im ) 4作
为自修复体系的催化剂 ,制备了平面编织玻璃纤维 /环

氧树脂复合材料 ,通过加入 10% (质量分数 ,下同 )微

胶囊和 2%的催化剂 ,体系自修复效率可达到 68%。
MaryM. Caruso[ 20 ]等人研究了单组分修复体系 ,选择

一种具有自修复功能的修复剂溶液 ,裂纹扩展导致微

胶囊破裂 ,释放的修复剂溶液能将裂纹处修复 ,其机理

是修复剂溶液渗入到已固化的环氧树脂中 ,引发其继

续聚合 ,同时此修复剂溶液可与环氧树脂之间形成氢

键作用 ,进一步实现自修复功能。具有此类功能的修
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复剂溶液的修复功能与其本身的极性有关 ,溶液极性

参数 ET在 0. 32～0. 45之间即介电常数在 32～47的溶

液修复效果最好 ,在此范围内的 5种溶液为硝基苯、N

-甲基吡咯烷酮 (NMP)、二甲基乙酰胺 (DMA )、二甲

基甲酰胺 (DMF)、二甲基亚砜 (DMSO ) ,然而这几种溶

液都难于微胶囊化。最终他们选择以氯苯溶液作为修

复剂 ,氯苯也具有一定的自修复效果且其微胶囊化工

艺已比较成熟。随后 MaryM. Caruso
[ 21 ]又对这种单组

分自修复的机理进行了详细的阐述 ,鉴于氯苯有毒 ,又

研究了两种无毒且具有修复功能的溶液乙酸苯脂
(PA)、乙基乙酸苯脂 ( EPA)。分别对其修复性能进行

了研究 ,其修复效率均能达到 80%以上。J inglei Yang

等采用界面聚合法合成了聚氨酯包覆二异氰酸盐修复

剂的微胶囊 ,该修复剂遇潮湿或水环境即可进行自催

化 ,而对其自修复性能还没有深入的研究 [ 22 ]。

2. 2　催化剂的选择

由于 Grubbs催化剂的稳定性差、价格昂贵且在基

体中易于团聚 ,人们开始研究对其进行改性或寻找新的

催化剂。D. Joseph等 [23 ]报道了利用石蜡包裹 Grubbs

催化剂来提高其在聚合物材料中的均匀分布。催化剂

经石蜡包裹后分散在基体中其团聚现象大大降低 ,此外

也避免了 Grubbs受环氧树脂中胺类固化剂的影响而失

活。实验结果证明即使催化剂浓度只有 0. 25% ,其修复

效率仍可达到 75%。当催化剂浓度为 0. 75%时 ,其修复

效率可达到 93%。随后 A lan S. Jones等 [ 24 ]又研究了催

化剂的形貌、尺寸对自修复性能及疲劳裂纹扩展的影

响。大颗粒 ( Sigma - A ldrich公司生产 ) Grubbs催化剂
(长度为 150μm,直径为 40～50μm)在空气中加热到

140℃仍然有活性 ,而小颗粒 (Strem公司生产 ) Grubbs催

化剂 (长度为 100μm,直径 2μm)在 90℃时就开始分解。

一般来说 ,催化剂粒径越小 ,在修复剂中溶解速率越快 ,

在修复剂中的浓度越高 ,修复效率就越高。实验结果表

明 ,含有 Strem催化剂修复后的聚合物材料可以承受大

约 46. 5 N的力 ,比含有 Sigma - Aldrich催化剂的承受力

大得多 (9. 2 N )。但如果催化剂粒径太小 (小于微米

级 ) ,暴露于基体中几率越大 ,受胺类固化剂的影响其催

化剂活性降低的也越大。不同形态的催化剂拥有不同

的颗粒形状 ,热稳定性 ,溶解动力学和抗钝化能力。根

据这些不同的性质 ,可以应用到不同的聚合物材料中。

A. S. Jones等 [25 ]又报道了催化剂存在形式及溶解动力

学对疲劳裂纹扩展的影响 ,提高催化剂的溶解速率可加

快修复剂的聚合速度 ,从而更加有效的控制疲劳裂纹的

扩展 ,同时对催化剂进行石蜡保护增加了材料的疲劳寿

命。

考虑 Grubbs昂贵的价格 ,人们开始将视线转至

WCl6催化剂 ,WCl6作为 DCPD的开环易位聚合催化剂

已早有报道 [ 26～28 ] ,WCl6的熔点为 275℃,高于 Grubbs

催化剂的 153℃,只是该体系需要有助催化剂的配合才

能起到良好的催化效果。比较优异的开环聚合助催化

剂为 EtA lCl2 ,这一催化体系已在 DCPD的反应注射成

型中得到广泛的应用 [ 29 ]。但由于催化剂 EtA lCl2的不

稳定性 (遇水或氧气会发生剧烈反应 ) ,这就使得在自

修复体系中的应用受到限制。Jason M. Kamphaus

等 [ 30 ]研究了以 WCl6为主催化剂 ,苯乙炔为助催化剂 ,

由于 WCl6不溶于 DCPD,因此在自修复体系中引入溶

解促进剂对壬基苯酚 ,将溶解促进剂及助催化剂与

DCPD一起胶囊化。WCl6的三种存在形式即未改性

的、再结晶处理、石蜡保护对自修复性能有很大的影

响 ,经石蜡保护的催化剂修复性能下降 ,而未改性的和

再结晶的均具有良好的修复性能。WCl6在空气中的稳

定性对自修复性能也有直接影响 ,由于 WCl6在空气中

易与氧气作用生成 WOCl4 ,此时仍具有催化功能 ,若进

一步氧化则使 WCl6失去催化作用。采用 UV - vis光

谱对 WCl6环境稳定性进行研究 ,在空气中放置 2 h未

改性的 WCl6仍有一半保留 ,而再结晶形式的 WCl6已

完全转换为 WOCl4和其他形式的混合物 , 24 h后未改

性的 WCl6仍具有催化活性的 WOCl4存在 ,而再结晶形

式的 WCl6已不存在 WCl6、WOCl4 , 即已失去了催化功

能。通过在环氧树脂基体中加入 12%的未处理的

WCl6和 15%的微胶囊 ,材料的自修复效率达到 20%。

此类催化体系的自修复功能不如 Grubbs体系 ,但价格

便宜 ,将会逐渐引起人们更多的关注。

2. 3　聚合物基体的选择

起初人们以环氧树脂为自修复材料基体进行研

究 ,随后扩展到碳纤维或玻璃纤维 /环氧树脂复合材

料 ,目前自修复材料的研究领域开始扩展到更多的聚

合物材料。Gerald O. W ilson等 [ 31 ]研究了环氧乙基脂

基体的自修复材料 ,修复剂仍采用传统的可发生开环

易位聚合的 DCPD,催化剂为石蜡保护的 Grubbs,研究

了环氧乙基脂的自由基聚合过程中过氧化胺引发剂对

Grubbs的影响。通过加入 15%的微胶囊和 15%催化

剂 ,材料的修复效率为 30% (图 1) ,同时也讨论了催化

剂的含量及尺寸等对基体材料性能的影响。

　　Keller等 [ 32 ]利用乙烯功能化的聚二甲基硅氧烷
( PDMS)微胶囊修复 PDMS弹性体。该自修复体系

使用两种聚脲醛树脂的微胶囊 ,其中一种微胶囊包裹

了高相对分子质量乙烯功能化的 PDMS和铂催化剂 ,

另外一种微胶囊包裹聚二甲基硅氧烷共聚体 ,共聚体

中的活性位置可以通过铂催化与乙烯功能化的聚二

甲基硅氧烷聚合 (图 2) [ 32 ]。两种微胶囊混合埋植在

PDMS弹性体中形成一种自修复材料。20%的微胶

囊使材料的剪切强度提高 25% ,继续加入微胶囊 ,剪

切强度不下降。在撕裂应力的作用下 ,材料基体被撕

开 ,在裂缝平面上的催化剂微胶囊和树脂微胶囊同时

被破坏 ,胶囊内的液体通过毛细管虹吸作用迅速渗入

裂缝混合引发聚合反应 ,将裂缝两面粘合。
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图 1　环氧乙烯基树脂自修复前后的载荷位移曲线和断裂面的 ESEM图 [ 31 ]

Fig. 1　D islocation curve before and after self2healing and ESEM image of fracture surface

图 2　铂催化乙烯基功能化的聚二甲基硅氧烷的氢化硅烷化反应

Fig. 2　Platinum catalyzed hydrosilylation of vinyl term inated PDMS

　　Cho等 [ 33 ]报道了一种新的微胶囊型自修复方法。

该方法首次将锡催化剂包裹在聚脲醛树脂微胶囊中 ,并

与修复剂 [聚二甲基硅氧烷 (HOPDMS)和聚二乙基硅氧

烷 (PDES) ]液滴一起分散在乙烯基酯基材中。由于聚

硅氧烷和微胶囊均不能溶解在乙烯基酯预聚物基体中 ,

修复剂液滴和催化剂微胶囊可以稳定地分散在基体中。

当微胶囊没有破裂时 ,硅氧烷体系不发生反应 ;当基体

产生裂缝时 ,微胶囊破裂 ,释放出催化剂 ,催化剂与修复

剂接触 ,引发聚合反应 (反应机理如图 3所示 )。

图 3　自修复过程示意图 [ 33 ]

Fig. 3　 Schematic of self2healing p rocess

( a)自修复复合物包括微胶囊和基体及液滴 ;

( b)裂缝增长 ,胶囊破裂释放出催化剂 ;

( c)裂缝被聚合的 PDMS覆盖实现自修复 ;

( d)微胶囊 /基体断裂面 ; ( e)微胶囊。

　　Cho还研究了该修复系统在水下自修复的情况。

结果表明水下修复材料的断裂强度只有在空气中修复

材料强度的约 25%。由于该修复体系对水和空气比

较稳定 ,大大增加了其使用范围 ,例如涂料和薄胶片在

恶劣环境下的使用。最近 , D. Steven
[ 34 ]等研究出了一

种新型的双微胶囊结构 ,即将小微胶囊包含在大微胶

囊中 ,原理见图 4,将聚尿甲醛 (UF) 包覆二丁基邻苯

二甲酸 (DPB)微胶囊 (粒径约 1. 4μm ) 与 DCPD修复

剂单体一起包覆在聚氨酯 ( PU ) 微胶囊内 ,此种微胶

囊的研究有望将来应用到自修复材料体系中。

图 4　双微胶囊示意图 [ 34 ]

Fig. 4　Schematic representation of binary microcapsule architecture

3　自修复材料的发展趋势

利用微胶囊进行聚合物材料的自修复涉及微胶

囊技术、烯烃催化聚合、高分子多组分体系匹配等多

技术领域 ,虽然有广泛应用前景 ,但仍然受到裂纹修

复动力学、环境条件下催化剂的稳定性及材料多次自
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修复能力的限制。因此在今后的研究重点应该是寻

找一种可以长期稳定储存且具有高的自修复性能的

催化剂和修复剂 ;探索出使体系能够多次循环修复的

方法。此外 ,还应该研究自修复体系的反应机理、反

应动力学、修复剂填充裂纹、粘接两破裂面的动力学、

热力学的全过程 ,提高材料自修复效率和强度 [ 35～36 ]。

4　结语

自修复材料在航空航天、微电子等领域具有广泛

的应用前景 ,目前除美国 Illinois大学自修复研究小

组对该研究投入较多以外 ,国内外其他研究单位对该

领域研究都相对薄弱。材料的自修复功能对提高材

料的可靠性及使用寿命具有积极的作用 ,希望能引起

更多的研究学者对该领域的关注。
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